
 

 

บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ถือว่าเป็น

อุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการส่งออก ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ มีการขยายตวัทางการตลาดอยา่ง

รวดเร็ว และมีการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่า

จะเป็นดา้นปริมาณและดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์  ในสภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม

ประเภทน้ี ผูป้ระกอบการจึงมุ่งพฒันาประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิต ปรับปรุง และเพิ่ม

คุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ การ

ตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ 

สาํหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและ

ผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์จากบริษทัฯ ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจให้บริการแบบ

ครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ 

(Electronics Manufacturing Service: EMS) ให้กบัลูกคา้ในต่างประเทศเป็นหลกั  มีเครือข่าย

โรงงานครอบคลุมอยูใ่นอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยโุรป และเอเชียแปซิฟิก โดยใหบ้ริการรับจา้ง

ผลิตสินคา้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ระบบควบคุมอุตสาหกรรม ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

ระบบสํานักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย ์ยานยนต ์และอากาศยาน บริษทัฯ เร่ิมก่อตั้งข้ึนในเดือน

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2531  ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(สกท.) หรือ Board of Investment (BOI)  ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานการรับรองต่าง ๆ  

มากมาย อาทีเช่น ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, ISO/TS16949: 2002, OHSAS 18001:1999, 

ISO/TL 9000-H, ISO/AS 9100, Nadcap เป็นตน้  จากมาตรฐานเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความ

ประสิทธิภาพการทาํงานและความเช่ียวชาญในการผลิตของบริษทัฯ  

นอกจากน้ีทางบริษทัฯ มีปรัชญาในการผลิต คือ มุ่งเนน้ความสนใจไปท่ีความพึงพอใจ

ของลูกคา้ คุณภาพของสินคา้เป็นเลิศ  การส่งสินคา้ตรงเวลา การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และความ

ยดืหยุน่พลิกแพลงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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ตวัอยา่งของผลิตภณัฑท่ี์ทางบริษทัฯ ทาํการผลิตอยู ่ ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 ผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้าตวัอยา่งท่ีทางบริษทัฯ ตวัอยา่งทาํการผลิต 

 

เทคโนโลยีการประกอบแผงวงจรไฟฟ้าของบริษทัฯ จะแบ่งตามลกัษณะการติดตั้งขา

ของแผงวงจรไฟฟ้า ได ้2 ประเภท ดงัน้ี  

1. Through Hole Technology เป็นเทคโนโลยใีนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า โดยการ

เช่ือมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบดว้ยวงจรไฟฟ้ายอ่ส่วนขนาดเล็ก หลาย ๆ วงจรมาเช่ือมต่อ

กนั และติดตั้งบนแผน่วงจรพิมพ ์(Printed Circuit Board: PCB) พร้อมกบัติดตั้งขายืน่ออกจากตวั

วงจรโดยการฝังขาผา่นวงจร 

2. Surface Mounted Devices (SMD) เป็นเทคโนโลยใีนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า ท่ี

มีการติดตั้งขาบนพื้นผิวของวงจร โดยการเช่ือมช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีประกอบดว้ย วงจรไฟฟ้า

ยอ่ส่วนขนาดเลก็ หลาย ๆ วงจรมารวมกนัดว้ยการเช่ือม หรือยึดช้ินส่วนต่าง ๆ โดยตรงกบัทางเดิน

ลวด (Wiring Pathways) ท่ีถูกออกแบบไวบ้นแผน่วงจรพิมพ ์(PCB) โดยเทคโนโลยแีบบ SMD น้ีใช้

ในการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าท่ีตอ้งการความบาง ขนาดเล็ก และมีค่าใชจ่้ายในการผลิตสูงกว่าการใช้

เทคโนโลยีแบบ Through Hole Technology โดยแนวโนม้การพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตจะ

เคล่ือนยา้ยจากเทคโนโลยกีารผลิตแบบ Through Hole Technology ไปสู่เทคโนโลยแีบบ Surface 

Mounted Devices มากยิง่ข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจากการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นการผลิตช้ินส่วน

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใชง้านเฉพาะอยา่ง ซ่ึงมีขอ้จาํกดัดา้นพื้นท่ี  ส่งผลใหข้นาด

แผงวงจรไฟฟ้ามีแนวโนม้เลก็ลง ขณะท่ีประสิทธิภาพการทาํงานเพิ่มมากข้ึน 
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สาํหรับแผงวงจรไฟฟ้าท่ีผา่นกระบวนการเทคโนโลยแีบบ Through Hole Technology 

และ Surface Mounted Devices ของบริษทัฯ ผลิตภณัฑท่ี์ออกมาจะมีลกัษณะและคุณภาพดีหรือไม่

นั้น ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เช่น คุณสมบติัของตะกั่วท่ีใช้เช่ือมต่อ

ระหว่างช้ินส่วนอุปกรณ์กบัแผ่นวงจรพิมพ ์ค่าพารามิเตอร์ของเคร่ืองต่าง ๆ ในแต่ละผลิตภณัฑ ์

ทกัษะของพนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงหากผลิตภณัฑมี์ลกัษณะบกพร่อง คุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐาน จะ

ส่งผลโดยตรงกบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะส่งต่อไปยงักระบวนการถดัไป ตวัอย่างในปัจจุบนั พบว่าสภาพ

ปัญหาของผลิตภณัฑก์ลุ่มลูกคา้ระบบส่ือสารโทรคมนาคมแห่งหน่ึงของบริษทัฯ มีลกัษณะบกพร่อง

ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ในช่วงเดือน 

มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 พบวา่ผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX เป็นผลิตภณัฑท่ี์

มีลกัษณะบกพร่องมากท่ีสุดโดยคิดเป็นของเสียต่อลา้นช้ิน DPPM (Defect Parts Per Million) 

เท่ากับ 5,536 DPPM โดยลักษณะบกพร่องท่ีพบมากท่ีสุดคือ ตัวอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย 

(Component damaged) รองลงมาคือ ลายวงจรหลุดออกจากแผงวงจร (Pad lifted) ตะกัว่ไม่เช่ือมกบั

ตวัอุปกรณ์ (Non wetting) ส่วนลกัษณะบกพร่องอ่ืน ๆ คิดเป็น DPPM ลดหลัน่ลงมา  ดงัแสดงใน

ภาพท่ี 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1.2 สดัส่วนลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑแ์ผงวงจรไฟฟ้ารหสั LL0325232XXX ในช่วง

เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555 

 

จากลกัษณะบกพร่องดงักล่าว ส่งผลทาํให้ตน้ทุนการผลิตในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

สูงข้ึน ทาํให้ความพึงพอใจจากลูกคา้ ความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อผลิตภณัฑแ์ละบริษทัฯ ลดนอ้ยลงตาม

ไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาทาํให้บริษทัตอ้งการลดปริมาณลกัษณะบกพร่องของ

ผลิตภณัฑ ์จึงเกิดเหตุผลในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อลดลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

สําหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาเฉพาะกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า 

ของกลุ่มลูกคา้ระบบส่ือสารโทรคมนาคม รหัสผลิตภณัฑ์ LL0325232XXX โดยจะทาํการศึกษา 

เก็บขอ้มูล มาทาํการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อลดลกัษณะ

บกพร่องของผลิตภณัฑจ์ากกระบวนการผลิตและจากลูกคา้ร้องเรียน ในบริษทัฯ ตวัอยา่งเท่านั้น  

 

1.4 แผนการดําเนินงาน 

 

ลาํดบั 

  ท่ี 
ขั้นตอนการทาํวิจยั ระยะเวลา 

2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
ศึกษาขอ้มูลโดยใชห้ลกัการ 7QC 

Tools 

2 เดือน        

2 

ประเมินและวเิคราะห์ปัญหา โดย

ใชห้ลกัการ C&E Matrix  และ 

FMEA 

2 เดือน        

3 กาํหนดเป้าหมาย 1 เดือน        

4 

ดาํเนินการแกไ้ขและเปรียบเทียบ 

ผลการดาํเนินงาน โดยใชห้ลกัการ 

Poka-Yoke  และ Visual Control 

5 เดือน        

5 สรุปผลการวิจยั 1 เดือน        

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถลดลกัษณะบกพร่องของผลิตภณัฑใ์นกระบวนการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า 

2. สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหา  ตลอดจนนาํมาปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภณัฑ์

ในกลุ่มลูกคา้อ่ืนได ้

 


